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Entwicklung einer neuen Leiterpaletten-Generation mit integrierter
optischer Funktionalitat durch die Verwendung von Dinnglasfolien - FuBo

Damit die Forderungen der Daten-
und Telekommunikationsbranche
nach steigenden Datenraten und
hoéheren Packungsdichten erfiillt
werden kdnnen, miissen neue
Materialien sowie Aufbau- und
Verbindungstechniken gefunden
werden. Ziel des Vorhabens ist eine
hybride, elektrisch-optische
Leiterplatte, die durch integrierte
Lichtwellenleiter auf der Basis von
speziellen Diinnglasfolien neben der
elektrischen auch eine optische
Datenubertragung ermdglicht.

For the realization of rising data rates
and higher packaging densities in
devices and modules for data and
telecommunication it is necessary to
develop as wall new materials as
packaging and interconnection
technologies. The scope of the
project is the development of
electro-optical circuit boards. These
boards should be characterized by
the integration of optical waveguides
based on thin glass foils.

Ausgangslage

Der Bedarf an Bandbreite im
Telekombereich, insbesondere in den
Vermittlungs- und Cross-Connect
Systemen, steigt mit den Jahren
kontinuierlich an. Die Entwicklung in den
WDM (Wavelength Division Multiplex)
Systemen geht von Datenraten im
Bereich von Thit/sec aus. Diese
Datenvolumina miissen zunehmend auf
der Leiterplatten-Ebene bewaltigt
werden. Bedingt durch die Dampfung,
das Ubersprechen zwischen
elektrischen Leiterbahnen und die
verstérkte Abstrahlung (EMV) sind die
geforderten Ubertragungsraten nur noch
mit einer elektrisch-optischen
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Ubertragungstechnik zu realisieren. Die
Entwicklungsarbeiten in friiheren
Projekten waren im Wesentlichen auf
die Herstellung von polymeren
Lichtwellenleitern sowie die Kopplung
optischer Module /Lichtwellenleiter und
Board/Backplane fokussiert. Ein
Schwachpunkt der bisher eingesetzten
Wellenleitermaterialien ist die geringe
thermische Stabilitat. Dies erschwert
eine Verarbeitung im Reflow-Prozess
und die Ankopplung von Sende- und
Empfangsbauelementen. Insbesondere
die Robustheit der Ankopplungen ist fir
eine industrielle Anwendung in
Ubertragungs-Systemen von gréRter
Bedeutung. Heute ist schon absehbar,
dass Lésungen fir die Ubertragung von
Datenraten > 40 Gbit/s gesucht werden
mussen.

Projektziele

Gesamtziel des Vorhabens ist eine
zweilagige elektrisch-optische
Leiterplatte, die durch integrierte
Lichtwellenleiter auf der Basis von
speziellen Dunnglasfolien neben der
elektrischen auch eine optische
Dateniibertragung ermdglicht. Die
wesentlichen Arbeitsschwerpunkte sind
die Entwicklung von elektrisch-optischen
Leiterplatten mit zwei integrierten
Glaslagen sowie von elektrisch und
optisch steckbaren parallelen
Ubertragungsmodulen mit serieller
eindimensionaler Array- bzw.
zweidimensionaler Matrixanordnung.
Durch den Einsatz von Dunnglasfolien
wird die thermo-mechanische Stabilitét
der Leiterplatten wahrend des
Reflow-Verfahrens deutlich verbessert.
Geringere Verziige und kleinere
Verwindungen/Verwélbungen
erleichtern die Kopplung optischer
Module an die Leiterplatten. Die

Strukturierung der Glasfolien wird mit
dem Laser und durch lonenaustausch
erfolgen. Mit der Realisierung von
2D-VCSEL-Arrays sowie von
Leiterplatten mit zweilagigen optischen
Glaslagen mit den geeigneten
Ankopplungen wird technologisches
Neuland betreten. Das Fraunhofer-1ZM
ist fur die Entwicklung von
lonenaustauschprozessen zur
Glasstrukturierung und fir die
Photolithographie polymerer
Wellenleiter zustandig. Die Firma mrt
entwickelt vorrangig Polymere fir die
Kern- und Mantelschichten der
Wellenleiter. Fur die Realisierung der
elektro-optischen Leiterplatte
einschlieBlich der Praparation der
Wellenleiter zeichnet Wirth
verantwortlich. Die Universitat Siegen
wird im Projekt Modelle und Algorithmen
fur den Entwurf und die Simulation
optischer Wellenleiter und der
Koppelstellen erarbeiten. Infineon Fiber
Optics entwickelt die Arrays von Laser-
und Photodioden, die von AEMtec
bendtigt werden um Transceiver-Module
zu entwickeln. ERNI ist fur die
Entwicklung der elektro-optischen
Stecker zur Verbindung
Transceiver-Leiterplatte und die
optischen Stecker fir die Verbindung
zur Backplane verantwortlich.
Schwerpunkt von Siemens sind Arbeiten
zur Integration der optischen Lage in die
Leiterplatte und die Realisierung eines
Demonstrators. Elektro-optische
Leiterplatten werden zukinftig ein
Basissubstrat fiir den Aufbau
verschiedener Mikrosysteme sein. Sie
kénnen die Ubertragung von gréReren
Datenmen—gen vereinfachen und z. B.
dazu beitragen, die Empfindlichkeit
gegenuber Stdrsignalen von aufRen zu
verringern. Durch die verbesserte
Systemintegration eroffnet das geplante
Projekt attraktive Markte im Bereich der
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Tele- und Datenkommunikation. Spater
werden Anwendungen in der Sensorik
und Rechentechnik hinzukommen.

Ergebnistransfer

Die Ergebnisse des Verbundprojektes
werden in 6ffentlichen Statusseminaren
und in einem Abschlussbericht
dargestellt. Vortrage auf Tagungen
sowie Prasentationen auf Messen sind
von den Projektpartnern ebenfalls
vorgesehen.
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